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郑州鸿盛数码科技股份有限公司

2024 年半年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统可转

换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，郑州鸿盛数码科技股份有限

公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度偿债能力情况进行审议并

出具本偿债能力分析报告。

一、发行人基本情况

发行人名称 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

成立日期 2001 年 12 月 5 日

住所 郑州高新区玉兰西街 10 号

法定代表人 秦国胜

注册资本 3,320 万元人民币

所属行业与

主要业务

所属行业：依据《国民经济行业分类》(2017)属于：制造业(C)-化学

原料和化学品制造(26)-涂料、油墨、颜料及类似产品制造(264)-油

墨及类似产品制造(2642)

主要业务：水性纳米喷墨新材料及打印解决方案的研发、生产及销售

控股股东 上海印能数码科技有限公司

实际控制人 秦国胜 张轶红

二、可转换债券基本情况

债券简称 鸿盛定转

债券代码 810006
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债券期限 3 年

发行规模 70,000 张

发行价格 100 元/张

债券存量 70,000 张

转股期
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到

期日止

三、公司偿债能力情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的财务情况如下：

（一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总计 136,901,708.44 134,002,855.10

其中：流动资产 82,286,108.79 85,541,205.35

非流动资产 54,615,599.65 48,461,649.75

负债合计 80,341,657.43 76,253,786.45

其中：流动负债 55,409,014.53 59,127,092.76

股东权益合计 56,560,051.01 57,749,068.65

其中：归属于母公司所有者权益 56,348,563.07 57,510,541.46

流动比率（倍） 1.49 1.45

资产负债率（合并） 58.69% 56.90%

（二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月

营业收入 68,292,468.41 42,466,622.97

营业成本 42,053,439.08 27,733,248.73

归属于挂牌公司股东的净利润 2,381,782.37 -4,032,901.39

归属于挂牌公司股东的扣除非经

常性损益后的净利润
884,648.61 -4,601,229.50

毛利率 38.42% 34.69%
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经营活动产生的现金流量净额 -9,552,707.66 -15,052,728.08

投资活动产生的现金流量净额 -7,876,243.96 -2,640,417.95

筹资活动产生的现金流量净额 910,474.44 16,594,069.65

报告期末现金及现金等价物余额 12,056,448.46 7,058,222.35

（三）发行人偿债能力分析

1、主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入 6,829.25 万元，同比增长 60.81%，实现归属于

挂牌公司股东净利润 238.18 万元，同比增长 159.06%。主要是得益于墨水类产品

取得较好增长，墨水类产品营业收入较上年同期增长 60.67%，占总营业收入比重

为 84.89%。

2、现金流量情况

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 36.54%，主要系主营

业务增长所致。

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降 198.30%，主要系子

公司购买土地使用权所致。

（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 94.51%，主要系本期

筹资金额较上期减少，同时本期分配股利、偿还银行贷款导致筹资活动现金流出

较上期增加所致。

3、整体来看，公司本报告期净利润同比大幅增长，经营活动现金流净额有所

增加，公司业务规模持续扩大、经营情况良好，具备较好的偿债能力。

特此公告。

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日


